




















































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US10258310 公开(公告)日 2019-04-16

申请号 US14/613500 申请日 2015-02-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星电子

[标]发明人 KIM SUNG KI
WON CHANG YEON

发明人 KIM, SUNG KI
WON, CHANG YEON

IPC分类号 A61B8/14 G01S15/89 B06B1/02 G01S7/52 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/4494 A61B8/546 B06B1/02 G01S15/8915 G01S7/52079 Y10T29/49007 A61B8
/4405 A61B2560/06

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

优先权 1020140054784 2014-05-08 KR

其他公开文献 US20150320393A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

超声波探头包括产生超声波的换能器阵列，设置在换能器阵列的后表面
上的背衬层，吸收换能器阵列中产生的热量的脉动热管，以及接收来自
其的热量的热辐射单元。脉动热管将所接收的热量发射到外面。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/340029e7-a915-40e4-8e55-6eebed14e03a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054366767/publication/US10258310B2?q=US10258310B2

